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GLOB TOP-MATERIAALIT
UV-kovetteiset

ECCOBOND™ UV9052™ 
UV Cure Glob Top

Thermal Cure Glob Top
Kapselointimateriaali
HYSOL®

TUOTEKUVAUS
Henkel ECCOBOND -sarjan UV-kovetteiset Glob Top -materiaalit on suunniteltu elektroniikkakomponenttien ja herkkien liitosten kapselointiin ja suojaamiseen.
Materiaali annostellaan suoraan suojattavan kohteen päälle, jossa se muodostaa ympäristötekijöiltä ja mekaaniselta rasitukselta suojaavan kerroksen.

UV-kovettuminen mahdollistaa nopean prosessoinnin ja lyhyet kovetusajat, mikä sopii erityisesti automatisoituun ja suurivolyymiseen elektroniikkatuotantoon.
Tiksotrooppinen rakenne auttaa hallitsemaan materiaalin leviämistä ja mahdollistaa kapselointikerroksen muodostamisen tarkasti halutulle alueelle.

Valikoimaan kuuluvat ECCOBOND UV9052 ja UV9085. UV9052 on yksikomponenttinen UV- ja kosteuskoveutuva materiaali, jossa kosteuskoveutuminen auttaa
kovettamaan myös UV-valolta varjoon jääviä alueita. UV9085 puolestaan tarjoaa suuren tiksotrooppisuuden, hyvän virtauksen hallinnan ja soveltuu paksumpiin
kapselointikerroksiin.

Glob Top -kapselointi soveltuu esimerkiksi piirilevyjen, puolijohteiden, liitoslankojen ja muiden herkkien elektroniikkarakenteiden suojaamiseen sovelluksissa,
joissa tarvitaan nopeaa valmistusprosessia ja luotettavaa mekaanista suojaa.
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